Требования к выполнению курсового проекта

по дисциплине «Проектирование микросистем на печатных платах средствами Expedition Enterprise»

1. Выполненный проект (в электронном виде) в соответствие с заданиями к курсовому проекту (см. ниже).
2. Пояснительная записка (в бумажном и электронном виде) объемом 10–30 листов, содержащая:

· титульный лист с указанием темы проекта, ФИО автора, N группы, ФИО проверяющего, год и место выполнения (МИЭТ, Институт, г. Москва, 20…год);

· техническое задание, включающее:

· тему проекта и назначение проектируемого устройства;

· электрические требования: расположение основных элементов, экранирование,  критические цепи, дифференциальные пары и т.д.;

· конструктивные требования: габариты, крепежные отв., расположение краевых элементов (соединителей, кнопок, светодиодов …) и т.д. ;

· технологические требования: слойность платы, топологические ширины и зазоры, возможность двухстороннего расположения элементов и т.д.;

· другие требования.

· краткую характеристику ЭКБ и обоснование  выбранного коммутационного конструктива;

· основные этапы проектирования (создание электронных компонентов, создание схемы электрической принципиальной, проверка и упаковка схемы, прямая аннотация данных электрической схемы, задание настроек, задание контура платы, размещение компонентов/элементов, трассировка, проверка, получение данных для производства, данных выпуска конструкторской документации и т.д.);

· заключение о полноте выполнения технического задания.

3. Данные для производства – для сверления и изготовления ф/шаблонов (в электронном виде).

4. КД на печатную плату (в т.ч. послойные чертежи) в виде Pdf–файла (в электронном виде).

5. КД на плату с компонентами (спецификация, схема электрическая принципиальная и перечень элементов, сборочный чертеж) (в бумажном и электронном виде).

Задания к курсовому проекту

Часть 1
I.
1. Проведите поиск последний достижений, технологий, новых возможностей в области средств САПР для печатных плат.

2. Сделайте таблицу и внесите в нее найденные сведения о новых технологий САПР для печатных плат.

3. Проведите сравнительный анализ и сделайте выводы о возможности и целесообразности использования новых технологий, функционала САПР для выполнения проекта модуля АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ.

II.

1. Проведите поиск современной ЭКБ и технологий сборки и монтажа её на печатную плату, как в корпусном, так бескорпусном исполнении.

2. Создайте таблицу с указанием различных технологий сборки и монтажа ЭРИ на печатную плату. В таблице должно быть отражено: 
 - корпусное или бескорпусное исполнение;

- тип монтажа: сварка, пайка, без сварки и пайки, другое;

- тип подложки: гибкая, жесткая, гибко-жесткая;

- материал подложки: FR4, полиимид, поликор, сапфир, другие;

- массогабаритные показатели;

- показатели быстродействия;

- показатели надежности контактных соединений;

-  ограничения технологии (топологические нормы);

- оценка стоимости изделий на основе технологии.

3. Проведите сравнительный анализ и сделайте выводы о возможности оптимизации топологии печатной платы, улучшения массогабаритных показателей, быстродействия и надежности модуля АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ.

III.

1. Создайте центральную библиотеку для компонентов модуля АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ в Library Manager.

2. Сформируйте контактные площадки для всех посадочных мест проекта в редакторе Padstack Editor.

3. Создайте посадочные места для всех компонентов проекта в редакторе Cell Editor.

4. Создайте все компоненты проекта в редакторе Part Editor.
5. Если в проекте печатной платы модуля АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ присутствуют компоненты со штыревыми выводами, то создайте для них посадочные места в соответствии с требованиями ГОСТ 29137-91.

Часть 2


Выполните проект (схема + топология) печатной платы модуля АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ с применением одной из перечисленных технологий/типов печатных плат:

- гибкие печатные платы;

- гибко-жесткие печатные платы;
- эластичные (растяжимые) печатные платы;

- СВЧ-печатные платы;

- печатные платы на металлических основаниях;
- печатные платы с микропереходами (по технологии HDI);

- печатные платы с встроенными пассивными компонентами;

- печатные платы с формированными пассивными компонентами в структуре платы;

- печатные платы с встроенными активными компонентами;

- коммутационные промежуточные подложки (интерпозеры) для 2,5D и 3D интеграции ЭКБ.
Часть 3

Оформите комплект КД на модуль АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ изделия электронной техники в современной САПР (AutoCAD, NanoCAD, SolidWorks, SolidEdge, NX, Компас 3D и другие) и в соответствии с ГОСТ 20406-75, ГОСТ 2.123-93, ГОСТ 2.417-91, ГОСТ Р 2.106-2019, ГОСТ 2.109-73:

- КД на печатную плату в электронном виде;

- КД на модуль (схема электрическая принципиальная, перечень элементов, спецификация, сборочный чертеж в электронном виде, чертежи деталей при их наличии в составе модуля).
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